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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオードのデバイスを製造するための方法であって、
　LED層を成長基板上に成長させ、
　当該LED層から離れて予め成形された蛍光体シートを供給し、
　接着材を使用して前記LED層を担体基板に接着し、
　当該担体基板が前記LED層に対する機械的支持を提供する間に前記成長基板を取り除き
、
　前記予め成形された蛍光体シートを前記LED層の露出面に積層し、
　重なっている蛍光体層を各々が有する個々のLEDチップを作り出すために、前記接着材
から前記LED層を取り外す前に、前記蛍光体シート及び前記LED層を賽の目に切断し、
　前記蛍光体シート及び前記LED層を切り出した後、前記LED層を前記接着材から取り外し
、
　前記LED層を前記接着材から取り外した後、前記LEDチップを前記担体基板から取り外す
、
ことを含む、方法。
【請求項２】
　前記LED層がn-層及びp-層を有する請求項１の方法であって、前記LED層を前記担体基板
に付着させるのに先立ち前記n-層及び前記p-層と接触する金属電極を形成することを更に
含む、方法。
【請求項３】
　前記LED層を前記担体基板に接着することが、前記金属電極の少なくとも幾つかを前記
担体基板に接着することを含むことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記LEDダイスが励起された場合当該LEDダイスが白色光を発するよう、励起された場合
前記LED層が青色光を発し、当該青色光により励起された場合前記蛍光体シートが赤色光
の波長及び緑色光の波長を発する、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記蛍光体シートがYAG系蛍光体を有する、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
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　前記蛍光体シートが前記成長基板の面積と大体同じか、又はそれより大きな面積である
、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記蛍光体シートが実質的に均一な厚さを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記担体基板を接着材のシートの上にマウントし、前記蛍光体シート及び前記LED層を
賽の目に切断することが前記担体基板を賽の目に切断することも含むが、前記接着材シー
トは賽の目に切断しない、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記成長基板を取り除くことが、レーザリフトオフ・プロセスを用いて当該成長基板を
取り除くことを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記接着材が紫外線、熱、又は溶剤のうちの少なくとも一つによって剥離可能な接着材
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　サブマウント・ウエハー上にある電極を前記LEDチップの対応する電極へとつなげるこ
とによって前記LEDチップを当該サブマウント・ウエハー上に載置することを更に含む、
請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記LEDチップを個々に前記担体基板から取り外すために取り外し-取り付け機械を使用
することを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１３】
　発光ダイオードの構造体であって、当該構造体が
　成長基板を有し、第1の表面をもつLEDウエハーと、
　接着材によって前記第1の表面に接着された担体基板であって、前記成長基板は前記LED
ウエハーから取り除かれ、前記LEDウエハーは前記第1の表面の反対側に第2の表面を有す
る、担体基板と、
　前記LEDウエハーから離れて形成され、当該LEDウエハーの第2の表面へ接着された予め
成形された蛍光体シートと、
を有し、
　前記蛍光体シート及びLEDウエハーが賽の目に切断されてはいない、構造体。
【請求項１４】
　前記蛍光体シート、前記LEDウエハー、及び前記担体基板を賽の目に切断した後に、当
該蛍光体シート、当該LEDウエハー、及び当該担体基板を支持するための伸縮性のあるシ
ートに接着された前記担体基板を更に有する、請求項１３に記載の構造体。
【請求項１５】
　前記LEDウエハーがn-層とp-層とを有し、当該LEDウエハーが少なくとも当該p-層と接触
している金属電極を更に有し、前記担体基板が前記接着材を用いて前記金属電極へと接着
されていることを特徴とする、請求項１３に記載の構造体。
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